Veranstaltungsinformationen

Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das auf unserer Internetsei-

te verfiigbare Anmeldeformular:
www.clusterle.de/veranstaltungen

Anmeldeschluss:
29. Oktober 2019

Allgemeine Hinweise

Veranstalter

Cluster Leistungselektronik im ECPE e.V.
90443 Nirnberg
www.ClusterLE.de

Teilnahmegebuhr:

>
>
>

€ 580,—* fUr Firmen
€ 435, fur Universitaten u. Institute
€ 165,—* fur Studenten/Doktoranden
(Kopie des Studentenausweises erforderlich)
(optional Abendessen: € 40,-* extra)
(begrenzte Anzahl Studenten-/Doktorandenplatze)
* zzgl. 19% MwSt

Die Teilnahmegebiihr beinhaltet das Mittagessen,
Abendessen (fur Studenten/Doktoranden nicht inkl.),
Kaffeepausen/Kaltgetréanke und die Seminarunterlagen
als USB-Stick und als Download-Link im Nachgang. Ge-
druckte Seminarunterlagen kénnen zum Preis von
50,00€ bestellt werden.

Teilnehmern von ECPE Mitgliedsfirmen und Akteursfir-
men des Cluster Leistungselektronik wird ein Rabatt von
25% gewahrt.

Mit Erhalt der Anmeldebestatigung sind Sie fir die Ver-
anstaltung registriert und erhalten die Rechnung per
Post zugesandt.

Weitere Informationen (z.B. Hotelvorschlage) werden mit
der Anmeldebestéatigung verschickt und sind zudem un-
ter www.clusterLE.de zu finden.

Der Rucktritt ist bis zwei Wochen vor Veranstaltungs-
beginn kostenfrei méglich. Erfolgt der Rucktritt spater,
bleibt die Verpflichtung zur Zahlung von 50 % der Teil-
nahmegebiihr. Es kann jedoch ein Ersatz-teilnehmer ge-
stellt werden.

Seminarleiter

Prof. Martin Marz
Fraunhofer [ISB

Prof. Kay Rethmeier
Fachhochschule Kiel

Organisation

Krista Schmidt, ECPE e.V.
0911/810288-16
krista.schmidt@ecpe.org

Veranstaltungsort

Fraunhofer IISB
SchottkystraRe 10, 91058 Erlangen
www.iisb.fraunhofer.de
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Einleitung

Isolation in der LE - Vertiefung -

5. - 6. November 2019
Erlangen

Zunehmende Miniaturisierung, Erhéhung der Spannungsklassen
der Bauelemente, hohere Schaltfrequenzen und steile transiente
Ubergange, insbesondere durch neue Leistungshalbleiter (GaN,
SiC), erhéhen die Anforderungen an die elektrische Isolations-
festigkeit in Bauelementen und Baugruppen.

Damit einher geht der Trend zu zunehmender Integration (em-
bedded systems in Mehrlagen- Leiterplatten) zur Verkiirzung der
Verbindungsléangen zwischen den Bauelementen, um die parasi-
téren Induktivitaten zu reduzieren. Damit wird der Gesamtaufbau
niederinduktiv, und die steilen Schaltflanken der Wide-Band-
Gap-Halbleiter werden ermdglicht.

Daraus ergeben sich erhéhte Anforderungen an Materialien und
Layout Konzepte von elektronischen Bauelementen, Schaltungs-
tragern und Elektronikbaugruppen.

In diesem Seminar werden wir die physikalischen Grundlagen fiir
Isolationsfehler in verschiedenen Medien beleuchten (Durch-
schlag, Teilentladung), neuartige Isolationsmaterialien fiir den
Einsatz in der Leistungselektronik vorstellen, Simulationstools
und —verfahren vorstellen, uns mit dem lIsolationsversagen in-
duktiver Bauteile beschéftigen und uns die Isolationsmdglichkei-
ten fir Treiber anschauen. Beispiele aus der Praxis runden das
Seminar ab.

Das Seminar ist geeignet fir Entwickler, Forscher und Hoch-
schulangehdrige, die mehr Uber die Hintergrinde zum Thema
Isolation in der Leistungselektronik wissen mdéchten, jenseits der
reinen Umsetzung von Normen.

Referenten:

Prof. Martin Méarz, Fraunhofer 11SB

Prof. Kay Rethmeier, Fachhochschule Kiel

Raphael Danhauser, Plasma Parylene Systems GmbH
Dietmar Exner, Rudolf Pack GmbH & Co.KG

Vivien Grau, RWTH Aachen

Jorn Hanel, Philips Medical Systems DMC GmbH

Dr. Reinhard Herzer, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Michael Kollasa, Lackwerke Peters GmbH & Co. KG
Prof. Stefan Kornhuber, Hochschule Zittau/Gorlitz
Christoph Loef, RWTH Aachen

Dr. Bernd Liicke, Broadcom Inc.

Dr. Michael Martinek, e-laborate Innovations GmbH
Dr. Markus Meier, ZESTRON Europe

Robert Méller, RWTH Aachen

Dr. Andreas Rosskopf, Fraunhofer 11ISB

Dr. Rainer Schaller, Infineon Technologies AG

Dr. Markus Scheibel, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG
Prof. Alexander Stadler, Universitat Coburg

Masahashi Tanaka, KYOCERA Fineceramics GmbH
Dr. Gert Vogel, ehemals Siemens

Michael Zimmerer, Zollner Elektronik AG

Programm

Dienstag, 5. November 2019

8:30 Registrierung, Ausgabe der Unterlagen
9:00 BegrifBung
G. Feix, Prof. M. Méarz, Prof. K. Rethmeier,

9:10  Einfihrung
NN

Grundlagen

9:40  Lebensdauer, Alterung, elektrische Festigkeit und
Durchschlagsmechanismen bei DC, AC und impuls-
férmiger Spannungsbelastung
K. Rethmeier, Fachhochschule Kiel

Leiterplatten

10:10 Hochspannungs-Design auf Leiterplatten
J. Hanel, Philips Medical Systems DMC GmbH

10:40 Kaffeepause

11:00 Technische Sauberkeit bei der Montage von LE -
von der Planung bis zur Umsetzung
M. Zimmerer, Zollner Elektronik AG

11:30 Feuchte- und materialinduzierte Fehlermechanis-
men
M. Meier, ZESTRON Europe

12:00 Elektr. Durchschlage in Innenlagen von FR4-PCBs
G. Vogel, ehemals Siemens AG

12:30 Mittagessen

13:30 CAF
M. Meier, ZESTRON Europe

Isolation von Wickelgutern

14:00 Isolationsversagen bei induktiven Bauteilen infolge
hoher du/dt-Belastung durch SiC- und GaN-
Transistoren
A. Stadler, Hochschule Coburg

14:30 Beschleunigte Alterung von Isolationsmaterialien
durch steile Spannungsflanken — Herausforderun-
gen bei Prifstandsaufbau und Messtechnik
V. Grau, RWTH Aachen

15:00 Praxistipps zur Isolation von HF-Litzen in Wickelg-
tern - D. Exner, Rudolf Pack GmbH & Co.KG

15:30 Kaffeepause

15:50 Einfluss von Frequenz und Spannungsform auf den
Durchschlag in Isoliermaterialien bei mittelfrequen-
ter Hochspannung - R. Mdller, RWTH Aachen

16:20 Designaspekte fir Planartransformatoren héherer
Leistung
C. Loef, RWTH Aachen

16:50 Ende 1. Tag
19:00 Abendessen

Programm

Mittwoch, 6. November 2019

8:30 Teilentladungsmessung bei AC, DC und impulsfor-
miger Spannungsbelastung
K. Rethmeier, Fachhochschule Kiel

9:30 Erosion und Kriechspurbildung an polymeren
Grenzflachen — Grundlagen, Prifmethoden, Einfluss
von héheren Frequenzen
S. Kornhuber, Hochschule Zittau/Gorlitz

Isolation in Treiber und Sensorik

10:15 Die perfekte Gatetreiberisolation - Fiber optics fur
Leistung und Signale
B. Liicke, Broadcom Inc.

10:45 Kaffeepause

11:05 Integrierte Signaliibertragung mit HV-Isolation fir
Gatetreiber
R. Herzer, SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG

11:35 Isolationszuverlassigkeit und Lebensdauermodellie-
rung fur Halbleitersensoren
R. Schaller, Infineon Technologies AG

Materialien

12:05 Schutzlacke in der Elektronikfertigung
M. Kollasa, Lackwerke Peters GmbH & Co. KG

12:35 Anorganische Umhiillmasse - eine neue Material-
klasse fur hohere Leistungsdichten und verbesserte
Lebensdauer sowie Warmeabfuhr
M. Scheibel, Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG

13:05 Mittagessen

14:05 New method to protect electronic components from
harsh environment: Melting Seal-sheet as an alter-
native to modling, spraying, dipping
M. Tanaka, KYOCERA Fineceramics GmbH

14:35 Parylenebeschichtung in der Leistungselektronik —
Ein Uberblick

R. Danhauser, Plasma Parylene Systems GmbH
Simulation (und Feldsteuerung)

15:05 Systematische Analyse von Luft- und Kriechstre-
cken mittels der Software AutoCrear
M. Martinek, e-laborate Innovations GmbH

15:35 Kaffeepause

16:05 Multiphysikalische Modellierung der Feuchtediffusi-
on in Leistungsmodulen

A. Rosskopf, Fraunhofer 11ISB
16:35 Seminarende



